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MIKROSYSTEMY AKCNICH

CLENU




Oblasti aplikaci mikrosystému

Automobilove systemy Technologie pro lékarstvi &
a dopravni technologie letectvi a védy o Zivoté

-
.

* vice bezpeclnosti

* vice komfortu

* nizsi hmotnost

« mensi spotieba * nove lecebneé postupy

Dal§i dulezité oblasti: * nova medicina

«Informaéni & komunikaéni systémy « minimalni invazivni
™4 . o , & % - y tae 3

- Chemické & farmaceutické inZenyrstvi technologie

« Zdroje energie a technologie « implantaty

- Merici & ridici systemy

}JE Prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.. CVUT FEL Praha




Jedna se zejmena o odlisnosti
mikrosveta dane rozmerem, a z toho
vyplyvajici navaznost na vyrobky, ale
také technologii jak vyroby, tak pouziti
a rizeni.



Jak je rychly rozvoj ostatnich oblasti

1948
‘Rychlost 100 km/hod
Spotieba 12 1/100 km
‘Nosnost 5 lidi
Cena 30 tis. Kés

2007
‘Rychlost 16 000 km/hod?
Spotieba 0,2 1/100 km?
*Nosnost 108 lidi?
Cena 3,60 KE?

H E Prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., CVUT FEL Praha

TP Ma The Moore's Law and Modem
CMOS Technology, CVUT vPraze, 2006




Budoucnost — NANO (systemy, senzory,
elektronika,.)
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~pE ot ing. Miroslav Husak, CSc., GVUT FEL Praha




Mikrosystém —rozmery

MILI
Klasické senzory

10 &ip
|

Radiové viny (RF)

Ultrazvuk

MNanotrubice

Balterie

L Lidsky vlas

Biecha
Falec
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Prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., CVUT FEL Praha
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Mikrosystém
d Spojeni - dvou nebo vice signalovych domen (elektricke,
mechanicke, zareni, biochemicke, magneticke, tepelne).

d Funkce - snimani — zpracovani signalu — akcni funkce
U Vybaveny - jistym stupném inteligence.
U Rozméry - um az mm.

[ Realizace — mikrosystemoveé technologie, integrovany na
jednom nebo vice Cipech.
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pE Prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., CVUT FEL Praha




Mikrosystém - Airbag

Digitalni
zpracovani
signalu

-oh

MEMS senzor
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)JE Prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., CVUT FEL Praha




Aplikace mikrosystému

Comfort
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pE  Prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., GVUT FEL Praha mst news 3/07




» tenkovrstvé technologie
* nanaseni z kapalne faze
 tlustovrstvové metody vytvareni vrstev



objemove mikroobrabeni (Bulk Micromachining)
povrchové mikroobrabeni (Surface Micromachining)

mikroobrabéni s velkym pomerem geometrickeho
rozméru vertikalniho k lateralnimu (technologie
HEXIL, HARPSS, LIGA)

obrabeni excimerovym laserem
iIntegrovana fotonika

opticka vliakna



Vyrobni procesy pouzivané pro MEMS

Lithografie Leptani
- UVlitografie ~ Suché leptani
~ Elektronova paprskova litografie « Plasmové leptani, RIE,
- (XRL}, deep XRL (DXRL) DRIE (deep RIE}
Depozice vrstav -~ Mokré leptani
- CVD (chemické napafovani) » Mokré chemické leptani
« LPCVD, PECVD Mikroobrabéni
- PVD ~ frézovani, EDM, (aserové
+ Napra$ovani obrabén
~ Elektrochermické Pouzdfeni
« Elektropokoven| ~ bonding

Dx. J-B. Lee ,EE 7v82

HE-, Prot Ing. Miroslav Husak, CSc., CVUT FEL Praha i b SRR




* Flip-chip

 multichip modul MCMs
» systemova integrace 3D
* propojeni vnitrne-vnejsi



* Hybridni

* Pruchodky

» Pasivace

* S vyuzitim standardnich pouzder



jaka je (asl... shac
budoucnost???
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